Title:

Abstract:

CH P MODULE AND Cl-11P CARD MODULE FOR PRCODUCI NG A CHI P CARD

The invention relates to a chip nodule (20) and to a nethod for

producing a chip card The invention involves a N chip card nodule with a

chi p suppom) NaCH PEMIVERERACHT BE

R IJE YN TERMATIONA LD AU SAMMENARBEIT ALGTHNCGERIET PECKS

(25, 36) of the CATENEVESENS PCTHEROFERVTEIGHISIBFERNATIONALE ANMEBPENG uppor t i ng

substr
suppor

LT -

2996 Al

*162162*

at e,

tl?g

substrat e.
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum

Intemationales Biro

{43) Internationales Veriffentlichungsdatum
30. Mai 2002 (30.05.2002)

and the conductor tracks extend over the

| ength of the

IENE I

L]
*G00002*

(10) Internationale Verdffentlichungsnummer

WO 02/42996 Al

(51) Internationale Patentklassifikations  GO06K 19/077

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/04243

(22) Internationales Anmeldedatum:
14 November 2001 (14.11.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Verdffentlichungssprache: Deutsch
(30) Angaben zur Prioritiit:
100 58 804 2 27. November 2000 (27 11.2000) DE
(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten mu Ausnahme
von US);: SMART PAC GMBH TECHNOLOGY SER-
VICES [DE/DE}, Am Schlangenhorst 17, 14641 Nauen
(DE)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): AZDASHT, Ghassem
[TR/DE], Reichsstrasse 70, 14052 Berlin (DE)

(74) Anwalt: TAPPE, Hartmut, Bdck + Tappe Kollegen,
Kantstrasse 40, 97074 Wiirzburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, SG, US

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europiisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR)

Verdffentlicht:
mut internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nachsten Seite]

(54) Title: CHIP MODULE AND CHIP CARD MODULE FOR PRODUCING A CHIP CARD

(54) Bezeichnung: CHIPMODUL SOWIE CHIPKARTENMODUL ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE
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E (57) Abstraet: The invention relates to a chip module (20) and to a method for producing a chip card The invention involves a

o

chip card module with a chip support (21) and a chip (22

) that is contacted with conductor tracks (25, 26) of the chip support The

& chip support has a flexible supporuing substrate, and the conductor tracks extend over the length of the supporting substrate. In
addition, the chip support (21) has two equally long longitudinal regions (35, 36), which are oftset with regard to one another in the
longitudinal direction of the chip support and which are respectively assigned to a conductor track (25, 26).
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addition, the chip support (31 ) has two equally |ong |ongitudinal regions D
(35, 36), which are oftset with regard to one another in the |ongitudinal @
direction of the chip support and which are respectively assigned to a

conductor track (35, 26). WO 02/42996 Al

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Noles on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe
der PCT-Gazelte verwiesen

(57) Zusammenfassung: Chipmodul (20) und Verfahren zur Herstellung eines Chipkartenmoduls umtassend ein Chipmodul mit
einem Chiptriiger (21) und emnem mit Leiterbahnen (25, 26) des Chiptragers kontaktierten Chip (22), wobei der Chiptrager em fle-
x1bles Tragersubstrat aufweist und die Leiterbahnen sich jeweils uber die Lange des Tragersubstrats erstrecken und der Chiptrager
(21) zwe gleichlange, in Langsrichtung des Chiptragers zueinander versetzte, jeweils einer Leiterbahn (25, 26) zugeordnete Langs-
bereiche (35, 36) aufweist.



